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1.1 범위 본 표준은 전자 어셈블리들에 대한 시각적인 품질 허용 가능성 요건들을 모아 수록한 것이다. 본 표준은 횡단면 평

가를 위한 기준들을 제공하지 않는다.

본 문건은 전기 및 전자 어셈블리들의 제조를 위한 허용 요건들을 제시한다. 역사적으로 보아, 전자 어셈블리 표준들은 원칙들

및 기법들을 다룬 더 포괄적인사용자 지침을 포함하였다. 본 문건의 권고 사항들 및 요건들에 대한 좀더완전한 이해를 위해,

IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 및 IPC J-STD-001와 함께 본 문건을사용해도 된다.

본 표준에 있는 기준들은 어셈블리 작업들을 완성하기 위한 공정들을 정의하도록 계획된 것이 아니며, 또한 고객의 제품에 대

한 수리/변경 또는 교체를 인가하도록 하기 위해 계획된 것도 아니다. 예를 들어, 소자들의 접착제 본딩을 위한 기준들의 존재

는 접착제 본딩의 사용을 암시/인가/요구하지 않는다, 그리고 하나의 단자 주위에 시계 방향으로 감긴 리드에 대한 묘사는 모든

리드들/와이어들이 시계 방향으로 감겨야 한다는 것을 암시/인가/요구하지 않는다.

본 표준의 사용자들은 문건의 적용 가능한 요건들 및 적용 방법을 알고 있어야 한다.

이러한 사항을 알고 있다는 것을 증명하는 객관적인 증거가 유지되어야 한다. 객관적인 증거가 가용하지 않은 곳에서, 해당 조

직은 인원의 기술들에 대한 주기적인 검토를 하여, 적절하게 시각적인 허용 가능성들을 판단해야 한다.

IPC-A-610은 IPC J-STD-001의 범위에 포함되지 않은 기준들을 가지고, 취급, 기계적인 또는 다른 워크맨십 요건들을 정

의한다. 표 1-1은 관련된 문건들에 대한 요약이다.

IPC-AJ-820은 지원 문건으로서, 본 사양 내용과 관련된 정보를 제공하고, 제한들이 목표 상태에서 결함 상태 기준들로의 변

동에 대한 기술적인 근거를 설명하거나 또는 그것을 더 상세히 기술한다. 추가하여, 지원 정보가 제공되어 성능에 관련되나, 일

반적으로 시각적인 평가 방법들을 통해 구별이 가능하지 않은 공정 사항들에 대한 더 넓은 이해를 제공한다.

IPC-AJ-820에서 제공된 설명들은 본 사양의 정의된 내용을 위한 사용 및 적용에서 명확성과 관련된 질문들의 답변뿐만 아

니라, 결함, 공정 지표들과 관련된 공정들의 확인된 상태들을 처리 판단하는데 있어 유익할 것이다. 계약과 관련하여 IPC-A-

610을 참조하는 것은, 계약과 관련된 문서자료에서 구체적으로 언급되지 않는 한, 추가적으로 IPC-AJ-820의 내용을 부과하

지 않는다.

표 1-1 관련된 문건들에 대한 요약

문건 목적 사양 번호 정의

설계 표준 IPC-2220 (시리즈)
IPC-7351
IPC-CM-770

설계 요건들은 3개 레벨들의복잡성 (레벨들 A, B, 및 C)을 반영하여, 제품을 생산하기
위한 더 정교한 기하학적 구조들, 더 큰 밀도들, 더 많은 공정 단계들을 나타낸다.

베어(bare) 보드 및 어셈블리의 설계를 돕기 위한 소자 및 어셈블리 공정 지침들로서,
여기에서 베어(bare) 보드 공정들은 표면 실장을 위한 랜드 패턴들에 집중하고 어셈블
리는 표면 실장 및 쓰루-홀 원칙들에 집중하는데, 이것들은 보통 설계 공정 및 문서자
료 속에 통합된다.

PCB 요건 IPC-6010 (시리즈)
IPC-A-600

경성, 경성 연성, 연성 및 다른 타입들의 substrates을 위한 요건들 및 허용 문서자료.

최종 제품 문서자료 IPC-D-325 문서자료는 고객또는최종제품어셈블리요건들에의해설계된베어(bare) 보드에 따
라 달라지는 최종 제품 요건들을 묘사한다. 상세 사항들은 고객 자신의 선호 사항들 또
는내부표준요건들뿐만아니라산업계사양들또는워크맨십표준들을참조하거나또
는 참조하지 않아도 된다.

최종 제품 표준 IPC J-STD-001 솔더링된 전기 및 전자 어셈블리들을 위한 요건들은 공정 제어 요건들의 평가 (테스트
방법들), 테스팅의빈도및적용가능한능력에대한방법들뿐만아니라최소최종제품
의 허용 가능한 특징들을 묘사한다.

허용 가능성 표준 IPC-A-610 그림을 통한 설명 문건은 최종 제품 성능 표준에 의해 표시된 최소 허용 가능 특징들을
초과하는바람직한상태들과관련하여적절한대로보드및/또는어셈블리의다양한특
징들을 나타내며, 그리고 다양한 제어 불능의 (공정 지표 또는 결함) 상태들을 반영하
여, 시정 조치를 위한 필요성을 판단하는데 있어, 전문업소에서의 처리(shop 공정) 평
가자들을 돕는다.

트레이닝 프로그램
(선택 가능한)

최종 제품표준들, 허용 가능성표준들, 또는 고객문서자료상에상세히기록된요건들
중에서어느하나에대한허용요건들을실행하기위한공정절차들과기법들을교육하
고 학습하기 위해 작성된 문서화된 트레이닝 요건들.

리웍 및 수리 IPC-7711/7721 문서자료는 라미네이트 물질, 컨덕터들, 및 도금된-쓰루 홀들의 컨포멀 코팅, 소자 제
거 및 교체, 솔더 레지스트 수리, 및 변경/수리를 완성하기 위한 절차들을 제공한다.

1 전자 어셈블리에 대한 허용 가능성

서문 (계속됨)
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